
제품 설명

 
• 100 % 새로운 브랜드!
• 로진 플럭스는 납땜을 용이하게하기 위해 사용됩니다.
• 땜납이 강력하고 오래 지속되는 기계적 및 전기적 결합을 생성 할 수 있도록 금속 산화를 세척 및 방지합니다.
• 또한 습윤제 역할을하여 솔더의 흐름과 솔더링 프로세스의 효율성을 높입니다.
• 휴대폰, PC 카드 및 기타 정교한 전자 칩 레벨 플럭스 용접에 적합합니다.

명세서

제품 : BST-706
융점 : 138 ℃
무게 : 500g
성분 : Sn99 %, Cu0.7 %, Ag0.3 %










